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“SUPORTE DE ESFERA DE PACOTE EM NÍVEL DE WAFER (WLP ) COM O 

USO DE ESTRUTURA DE CAVIDADE” 

CAMPO DA REVELAÇÃO 

[01]  Vários exemplos descritos no presente 

documento referem-se a dispositivos de circuito int egrado, 

e mais particularmente, a dispositivos de circuito 

integrado com suporte de esfera de pacote em nível de wafer 

(WLP). 

ANTECEDENTES 

[02]  Dispositivos passivos integrados (IPDs) com 

componentes analógicos como capacitores ou indutore s estão 

sendo implementados em produtos eletrônicos com peq uenos 

fatores forma. É desejável que os dispositivos pass ivos 

integrados (IPDs) sejam fabricados em pacotes de ci rcuito 

integrado com áreas de projeção pequenas, por exemp lo, 

pacotes em nível de wafer (WLPs). Um IPD pode ter u ma 

porção significativa da área de pacote que tende a ser 

dominada por grandes indutores que reduzem a área 

disponível para esferas de uma matriz de grade de e sferas 

(BGA) em um WLP. Devido à área relativamente pequen a 

disponível para esferas BGA em um WLP, as esferas B GA perto 

do bloco de matriz ou área de metalização de subcol isão 

(UBM) do WLP podem exibir fraquezas mecânicas, prej udicando 

assim a confiabilidade da junta de solda nas esfera s BGA. 

Portanto, há a necessidade de melhorar a confiabili dade da 

junta de solda das esferas BGA em um WLP, especialm ente 

onde a área do pacote disponível para as esferas BG A é 

pequena em relação à área total do pacote. 

SUMÁRIO 

[03]  Exemplos da revelação referem-se a 
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dispositivos de circuito integrado e métodos para a  

produção dos mesmos. 

[04]  Em um exemplo, é fornecido um dispositivo de 

circuito integrado, sendo que o dispositivo de circ uito 

integrado inclui: um pacote; uma camada dielétrica que tem 

uma primeira e uma segunda superfícies, a primeira 

superfície da camada dielétrica disposta no pacote,  a 

camada dielétrica tem uma pluralidade de cavidades 

rebaixadas da segunda superfície da camada dielétri ca; uma 

pluralidade de blocos condutores dispostos dentro d a camada 

dielétrica; uma pluralidade de condutores dispostos  nos 

blocos condutores, os condutores separados da camad a 

dielétrica pelo menos em parte pelas cavidades, 

respectivamente; e um adesivo disposto nas cavidade s. 

[05]  Em outro exemplo, é fornecido um dispositivo 

passivo integrado, sendo que o dispositivo passivo 

integrado compreende: um pacote; uma camada dielétr ica que 

tem uma primeira e uma segunda superfícies, a prime ira 

superfície da camada dielétrica disposta no pacote,  a 

camada dielétrica tem uma pluralidade de cavidades 

rebaixadas a partir da segunda superfície da camada  

dielétrica; uma pluralidade de blocos condutores di spostos 

dentro da camada dielétrica, sendo que os blocos 

compreendem uma pluralidade de camadas de redistrib uição 

empilhadas (RDLs); uma pluralidade de condutores di spostos 

nos blocos condutores, os condutores separados da c amada 

dielétrica pelo menos em parte pelas cavidades, 

respectivamente; e um adesivo disposto nas cavidade s. 

[06]  Em ainda outro exemplo, é fornecido um 

método de fabricação de um dispositivo de circuito 
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integrado, sendo que o método compreende: fornecer um 

pacote; formar uma camada dielétrica tendo uma prim eira 

superfície disposta no pacote e uma segunda superfí cie 

oposta à primeira superfície; formar uma pluralidad e de 

cavidades rebaixadas a partir da segunda superfície  da 

camada dielétrica; formar uma pluralidade de blocos  

condutores dentro da camada dielétrica; formar uma 

pluralidade de condutores nos blocos condutores; e fornecer 

um adesivo nas cavidades. 

BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS 

[07]  Os desenhos anexos são apresentados para 

auxiliar na descrição de aspectos da revelação e sã o 

fornecidos somente para ilustração dos aspectos e n ão para 

limitação dos mesmos. 

[08]  A Figura 1 é uma vista em corte de um 

exemplo de um dispositivo de circuito integrado. 

[09]  A Figura 2 é uma vista em corte de outro 

exemplo de um dispositivo de circuito integrado. 

[010]  A Figura 3 é uma vista plana inferior 

do dispositivo de circuito integrado da Figura 1 ou  2. 

[011]  A Figura 4A é uma vista em corte que 

ilustra um exemplo de um primeiro processo na fabri cação do 

exemplo do dispositivo de circuito integrado confor me 

mostrado na Figura 1. 

[012]  A Figura 4B é uma vista em corte que 

ilustra um exemplo de um segundo processo na fabric ação do 

exemplo do dispositivo de circuito integrado confor me 

mostrado na Figura 1. 

[013]  A Figura 4C é uma vista em corte que 

ilustra um exemplo de um terceiro processo na fabri cação do 
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exemplo do dispositivo de circuito integrado confor me 

mostrado na Figura 1.  

[014]  A Figura 4D é uma vista em corte que 

ilustra um exemplo de um quarto processo na fabrica ção do 

exemplo do dispositivo de circuito integrado confor me 

mostrado na Figura 1. 

[015]  A Figura 5A é uma vista em corte que 

ilustra um exemplo de um primeiro processo na fabri cação do 

exemplo do dispositivo de circuito integrado confor me 

mostrado na Figura 2. 

[016]  A Figura 5B é uma vista em corte que 

ilustra um exemplo de um segundo processo na fabric ação do 

exemplo do dispositivo de circuito integrado confor me 

mostrado na Figura 2. 

[017]  A Figura 5C é uma vista em corte que 

ilustra um exemplo de um terceiro processo na fabri cação do 

exemplo do dispositivo de circuito integrado confor me 

mostrado na Figura 2. 

[018]  A Figura 6 é um fluxograma que ilustra 

um exemplo de um método de fabricação de um disposi tivo de 

circuito integrado. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

[019]  Os aspectos da revelação são descritos 

na descrição a seguir e desenhos relacionados direc ionados 

às modalidades específicas. As modalidades alternat ivas 

podem ser concebidas sem se afastar do escopo da re velação. 

Adicionalmente, os elementos bem conhecidos não ser ão 

descritos em detalhes ou serão omitidos de modo a n ão 

obscurecer os detalhes relevantes da revelação. 

[020]  A palavra “exemplificativo” é usada no 
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presente documento para significar “servir como um exemplo, 

caso ou ilustração”. Quaisquer detalhes descritos n o 

presente documento como “exemplificativo” não devem  ser 

interpretados necessariamente como preferencial ou 

vantajoso sobre outros exemplos. Da mesma forma, o termo 

"exemplos" não exige que todos os exemplos incluam o 

aspecto, vantagem ou modo de operação discutido. 

[021]  A terminologia usada no presente 

documento serve para o propósito de descrever aspec tos 

particulares apenas e não se destina a ser limitant e dos 

aspectos. Conforme usado no presente documento, as formas 

singulares “um”, “uma” e “o” ou "a" se destinam a i ncluir 

as formas plurais também, a menos que o contexto in dique 

claramente de outra maneira. Será verificado adicio nalmente 

que os termos “compreende”, “que compreende”, “incl ui” ou 

“que inclui” quando usados no presente documento, 

especificam a presença de recursos, números inteiro s, 

etapas, operações, elementos ou componentes estabel ecidos, 

mas não impede a presença ou adição de um ou mais o utros 

recursos, números inteiros, etapas, operações, elem entos, 

componentes ou grupos dos mesmos. Ademais, entende- se que a 

palavra “ou” tem o mesmo significado que o operador  

Booleano “OU”, ou seja, a mesma abrange as possibil idades 

de “qualquer” e “ambos” e não é limitada a “ou excl usivo” 

(“XOR”), a menos que estabelecido expressamente de outra 

maneira. Entende-se também que o símbolo 7” entre d uas 

palavras adjacentes tem o mesmo significado de “ou”  a menos 

que estabelecido expressamente de outra maneira. Al ém 

disso, frases como “conectado a”, “acoplado a” ou “ em 

comunicação com” não se limitam a conexões diretas exceto 
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onde expressamente indicado em contrário. 

[022]  A Figura 1 é uma vista em corte de um 

exemplo de um dispositivo de circuito integrado. No  exemplo 

mostrado na Figura 1, uma camada dielétrica 104 é f ornecida 

em um pacote 102. A camada dielétrica 104 tem uma p rimeira 

superfície 106 que está em contato direto com o pac ote 102 

e uma segunda superfície 108 oposta à primeira supe rfície 

106. Um adesivo 122 é fornecido dentro da camada di elétrica 

104. Uma ou mais camadas de blocos condutores, por exemplo, 

duas camadas de blocos condutores 112a-c e 116a-c 

conectadas por vias condutoras 114a-c, respectivame nte, 

conforme mostrado na Figura 1, são fornecidas dentr o da 

camada dielétrica 104 e são pelo menos parcialmente  

circundadas pelo adesivo 122. 

[023]  A camada mais externa dos blocos 

condutores (por exemplo, 116a-c) pode estar apenas 

parcialmente dentro da reentrância ou cavidade. Em outras 

palavras, a camada mais externa dos blocos condutor es (por 

exemplo, 116a-c) pode ter uma superfície que é expo sta a 

fim de conectar eletricamente essa superfície a out ro 

condutor. Nesse exemplo, as paredes laterais dos bl ocos 

condutores 112a, 112b, 112c, 114a, 114b, 114c, 116a , 116b e 

116c ficam em contato direto com o adesivo 122. 

Alternativamente, uma única camada, duas camadas ou  três ou 

mais camadas de blocos condutores podem ser forneci das. Em 

um exemplo, uma pluralidade de condutores 120a, 120 b e 120c 

são fornecidas nos blocos condutores 116a, 116b e 1 16c, 

respectivamente. 

[024]  Em um exemplo, o pacote 102 pode ser um 

pacote outro tipo de dispositivo com o uso de uma 
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tecnologia de divisor que utiliza esferas de matriz  de 

grade de esferas (BGA), tais como pacote em nível d e wafer 

(WLP). Em um exemplo, a camada dielétrica 104 pode ser uma 

camada de passivação, tal como uma camada de poliim ida 

(PI), para proteger os blocos condutores de reações  

químicas com elementos externos. Em um exemplo, os blocos 

condutores 112a, 112b, 112c, 114a, 114b, 114c, 116a , 116b e 

116c podem ser fornecidos como duas camadas de 

redistribuição (RDLs) e uma via que conecta as duas  RDLs, 

por exemplo. Em um exemplo, os condutores 120a, 120 b e 120c 

podem ser esferas de metal, tais como esferas BGA o u 

pilares, tais como pilares de cobre, por exemplo. U ma vista 

plana inferior do dispositivo de circuito integrado  no 

exemplo ilustrado na Figura 1 é mostrada na Figura 3, que 

será descrita em mais detalhes abaixo. Um exemplo d e 

processos para produzir o dispositivo de circuito i ntegrado 

da Figura 1 será descrito em mais detalhes abaixo e m 

relação às Figuras 4A a 1D. 

[025]  A Figuras 2 é uma vista em corte de um 

exemplo alternativo do dispositivo de circuito inte grado. 

Como o exemplo mostrado na Figura 1, o exemplo ilus trado na 

Figura 2 inclui uma camada dielétrica 104 que tem u ma 

primeira superfície 106 em contato direto com um pa cote 102 

e uma segunda superfície 108 oposta à primeira supe rfície 

106. Uma ou mais camadas de blocos condutores, por exemplo, 

duas camadas de blocos condutores 112a-c e 116a-c 

conectadas por vias condutoras 114a-c, respectivame nte, 

conforme mostrado na Figura 2, são fornecidas dentr o da 

camada dielétrica 104 e são pelo menos parcialmente  

circundadas pelo adesivo 122. No exemplo alternativ o 
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mostrado na Figura 2, as paredes laterais dos bloco s 

condutores 112a-c e 116a-c e as vias condutoras 114 a-c são 

circundadas pela camada dielétrica 104 em vez do ad esivo 

122 conforme mostrado na Figura 1. Na Figura 2, um adesivo 

122 é fornecido dentro da camada dielétrica 104. O adesivo 

122 pode ser fornecido dentro do dentro de reentrân cias ou 

cavidades em formato de rosca dentro da camada diel étrica 

104 que circunda os blocos condutores 112a-c, 116b- c, e as 

vias condutoras 114a-c, uma vista plana inferior da s quais 

é mostrada na Figura 3. Alternativamente, em vez de  

cavidades em formato de rosca circular em que o ade sivo 122 

é fornecido, tais cavidades podem ser conformadas c omo 

retângulos, hexágonos, octógonos ou outros polígono s. 

[026]  A camada mais externa dos blocos 

condutores (por exemplo, 116a-c) pode estar apenas 

parcialmente dentro da reentrância ou cavidade. Em outras 

palavras, a camada mais externa dos blocos condutor es (por 

exemplo, 116a-c) pode ter uma superfície que é expo sta a 

fim de conectar eletricamente essa superfície a out ro 

condutor. No exemplo mostrado na Figura 2, as pared es 

laterais dos blocos condutores 112a, 112b, 112c, 11 4a, 

114b, 114c, 116a, 116b e 116c ficam em contato dire to com a 

camada dielétrica 104. Alternativamente, uma única camada, 

duas camadas ou três ou mais camadas de blocos cond utores 

podem ser fornecidas. Em um exemplo, uma pluralidad e de 

condutores 120a, 120b e 120c são fornecidos nos blo cos 

condutores 116a, 116b e 116c, respectivamente. 

[027]  Em um exemplo, o pacote 102 conforme 

mostrado na Figura 2 pode ser um pacote ou outro ti po de 

dispositivo com o uso de tecnologia de divisor que utiliza 
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esferas BGA, tal como WLP. Em um exemplo, a camada 

dielétrica 104 pode ser uma camada de passivação, t al como 

uma camada PI, para proteger os blocos condutores d e 

reações químicas com elementos externos. Em um exem plo, os 

blocos condutores 112a, 112b, 112c, 114a, 114b, 114 c, 116a, 

116b e 116c podem ser formados por duas RDLs e uma via que 

conecta as duas RDLs, por exemplo. Em um exemplo, o s 

condutores 120a, 120b e 120c podem ser esferas de m etal, 

tais como esferas BGA ou pilares, tais como pilares  de 

cobre, por exemplo. Uma vista plana inferior do dis positivo 

de circuito integrado no exemplo ilustrado na Figur a 2 é 

mostrada na Figura 3, que será descrita em mais det alhes 

abaixo. Um exemplo de processos para produzir o dis positivo 

de circuito integrado da Figura 2 será descrito em mais 

detalhes abaixo em relação às Figuras 5A-C. 

[028]  A Figura 3 é uma vista plana inferior 

que se aplica a ambos os exemplos dos dispositivos de 

circuito integrado das Figuras 1 e 2. Em outras pal avras, 

as Figuras 1 e 2 podem ser consideradas como vistas  em 

corte tomadas ao longo da linha transversal 302a-30 2b da 

Figura 3, por exemplo. Referindo-se à Figura 3, que  mostra 

uma porção de uma vista plana inferior de um dispos itivo de 

circuito integrado, uma pluralidade de condutores 3 04a, 

304b, ... 304F é fornecida em um conjunto de três p ilares e 

duas fileiras. Nessa vista plana inferior, o adesiv o 122 

separa cada um dos condutores 304a, 304b, ... 304f da 

camada dielétrica 104 do WLP. Em um exemplo, os con dutores 

304a, 304b, ... 304f compreendem esferas BGA. 

Alternativamente, os condutores 304a, 304b, ... 304 f podem 

compreender outros tipos de condutores para fornece r 
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conexões elétricas, por exemplo, pilares, tais como  pilares 

de cobre. 

[029]  O adesivo 122 pode compreender uma 

resina. Alternativamente, o adesivo 122 pode compre ender um 

silicone, um epóxi, um material de vulcanização à 

temperatura ambiente (RTV) material ou um termoplás tico. A 

camada dielétrica 104 pode compreender uma camada d e 

passivação, tal como uma camada PI. Nos dois exempl os, 

conforme mostrado nas vistas em corte das Figuras 1  e 2, 

algumas das porções de cobertura de adesivo 122 dos  

condutores 120a, 120b e 120c para fornecer suporte 

adicional para os condutores 120a, 120b e 120c. Na Figura 

3, o adesivo 122 é mostrado como circundando cada u m dos 

condutores 304a, 304b, ... 304f na vista plana infe rior. Na 

estrutura, conforme mostrado na Figura 3, o adesivo  122 

fornece suporte mecânico para os condutores 304a, 3 04b, ... 

304f. No exemplo em que os condutores 304a, 304b, . .. 304f 

compreendem esferas BGA, que funcionam como juntas de solda 

para conexões elétricas para uma placa de circuito impresso 

(PCB), por exemplo, a confiabilidade mecânica das j untas de 

solda pode ser aprimorada pelo suporte mecânico for necido 

pelo adesivo 122 que circunda os condutores 304a, 3 04b, ... 

304f. 

[030]  A Figura 4A é uma vista em corte que 

ilustra um exemplo de um primeiro processo na fabri cação do 

exemplo do dispositivo de circuito integrado mostra do na 

Figura 1. Na Figura 4A, um pacote 102 é fornecido, e uma 

camada dielétrica 104 que tem uma primeira superfíc ie 106 e 

uma segunda superfície 108 é fornecida no pacote 10 2. No 

exemplo mostrado na Figura 4A, a primeira superfíci e 106 da 
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camada dielétrica 104 fica em contato direto com o pacote 

102. O pacote 102 pode compreender silício ou outro s tipos 

de material adequado para pacote em nível de wafer (WLP). 

Em um exemplo, a camada dielétrica 104 compreende u m 

material dielétrico, tal como uma poliimida (PI) 

dielétrica. Outros tipos de materiais dielétricos t ambém 

podem ser implementados para a camada dielétrica 10 4 nos 

exemplos alternativos. Em um exemplo, a camada diel étrica 

104 pode ser implementada para funcionar também com o uma 

camada de passivação que protege as camadas de meta l de 

reagir quimicamente com os elementos externos. 

[031]  No exemplo mostrado na Figura 4A, que 

ilustra o primeiro processo de fabricação de um exe mplo de 

um dispositivo de circuito integrado, é fornecida u ma 

pluralidade de cavidades 110a, 110b e 110c que são 

rebaixadas a partir da segunda superfície 108 da ca mada 

dielétrica 104. As cavidades podem ser formadas atr avés da 

padronização e gravação da camada dielétrica 104, q ue pode 

compreender um ou mais materiais de passivação. 

Alternativamente, as cavidades 110a, 110b e 110c po dem ser 

formadas com o uso de outros processos, por exemplo , por 

ablação a laser. 

[032]  Em um exemplo, uma primeira pluralidade 

de blocos condutores 112a, 112b e 112c são fornecid os 

dentro das cavidades 110a, 110b e 110c da camada di elétrica 

104, respectivamente. No exemplo mostrado na Figura  1A, a 

primeira pluralidade de blocos condutores 112a, 112 b e 112c 

é fornecida como uma primeira camada de blocos cond utores. 

Uma ou mais camadas adicionais de blocos condutores  também 

pode ser fornecida dentro das cavidades 110a, 110b e 110c, 
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conforme mostrado na Figura 4B. Em um exemplo, os b locos 

condutores 112a, 112b e 112c são fornecidos como um a camada 

de redistribuição (RDL). A RDL pode ser formada em uma 

camada dielétrica, por exemplo, uma camada dielétri ca 

produzida a partir de de um material PI, em um WLP de uma 

maneira conhecida por pessoas versadas na técnica. 

[033]  A Figuras 4B é uma vista em corte que 

ilustra um exemplo de um segundo processo na fabric ação do 

exemplo do dispositivo de circuito integrado da Fig ura 4A. 

No exemplo ilustrado na Figura 4B, uma pluralidade de vias 

condutoras 114a, 114b e 114c são fornecidas na prim eira 

camada de blocos condutores 112a, 112b e 112c, 

respectivamente. Além disso, outra pluralidade de b locos 

condutores 116a, 116b e 116c são fornecidos como ou tra 

camada de blocos condutores nas vias condutoras 114 a, 114b 

e 114c, respectivamente. Nesse exemplo, os blocos 

condutores 112a-c e os blocos condutores 116a-c são  

fornecidos como duas RDLs separadas, e as vias cond utoras 

114a-c são fornecidas para conectar os blocos condu tores 

112a-c e 116a-c, respectivamente. Em exemplos alter nativos, 

os blocos condutores em cada uma das cavidades pode m ser 

formados por uma única camada, duas camadas ou três  ou mais 

camadas de várias maneiras conhecidas na técnica. 

[034]  A Figura 4C é uma vista em corte que 

ilustra um exemplo de um terceiro processo na fabri cação do 

exemplo do dispositivo de circuito integrado das Fi guras 4A 

e 4B. Uma pluralidade de condutores 120a, 120b e 12 0c são 

fornecidos nos blocos condutores 116a, 116b e 116c,  

respectivamente. Em um exemplo, os blocos condutore s 116a, 

116b e 116c na terceira camada são blocos de esfera  em 
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contato direto com e suportados pelos condutores 12 0a, 120b 

e 120c, respectivamente. Em um exemplo, os condutor es 120a, 

120b e 120c são esferas de metal, tais como esferas  de 

matriz de grade de esferas (BGA) em um WLP ou pilar es de 

cobre, por exemplo. 

[035]  A Figura 4D é uma vista em corte que 

ilustra um exemplo de um quarto processo na fabrica ção do 

exemplo do dispositivo de circuito integrado das Fi guras 4A 

a 4C. Um adesivo 122 é fornecido dentro de cada uma  das 

cavidades 110a, 110b e 110c nas Figuras 4A a 4C. No  exemplo 

mostrado na Figura 4D, o adesivo 122 preenche cada uma das 

cavidades 110a, 110b e 110c, de modo que as paredes  

laterais dos blocos condutores 112a, 112b, 112c, 11 4a, 

114b, 114c, 116a, 116b e 116c fiquem em contato dir eto com 

o adesivo 122 dentro de cada uma das cavidades 110a , 110b e 

110c. No exemplo mostrado na Figura 1D, os condutor es 120a, 

120b e 120c não ficam em contato direto com a camad a 

dielétrica 104. Em um exemplo, o adesivo 122 compre ende um 

material de resina. Alternativamente, outros tipos de 

adesivos também podem ser usados, incluindo, por ex emplo, 

silicones, epóxis, materiais RTV ou termoplásticos.  

Conforme mostrado na Figura 4D, algum adesivo 122 p ode 

cobrir porções dos condutores 120a, 120b e 120c pró ximas à 

camada inferior dos blocos condutores 116a, 116b e 116c, 

respectivamente, para fornecer suporte adicional pa ra os 

condutores 120a, 120b e 120c. 

[036]  A Figura 5A é uma vista em corte que 

ilustra um exemplo de um primeiro processo na fabri cação do 

exemplo alternativo do dispositivo de circuito inte grado, 

conforme mostrado na Figura 2. Na Figura 5A, um pac ote 102 
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é fornecido, e uma camada dielétrica 104 que tem um a 

primeira superfície 106 e uma segunda superfície 10 8 é 

fornecida no pacote 102 de uma maneira similar à Fi gura 4A 

descrita acima. No exemplo mostrado na Figura 5A, a  

primeira superfície 106 da camada dielétrica 104 fi ca em 

contato direto com o pacote 102. O pacote 102 pode 

compreender silício ou outro tipo de material adequ ado para 

WLP. A camada dielétrica 104 pode compreender um ma terial 

dielétrico, tal como um PI dielétrico ou, alternati vamente, 

outro tipo de material dielétrico adequado para WLP . Em um 

exemplo, uma camada dielétrica 104 também funciona como uma 

camada de passivação que protege as camadas de meta l de 

reagir quimicamente com elementos externos. 

[037]  Na Figura 5A, uma primeira pluralidade 

de blocos condutores 112a, 112b e 112c são fornecid os como 

uma primeira pluralidade de blocos condutores. Em u m 

exemplo, os blocos condutores 112a, 112b e 112c são  

fornecidos como uma camada de redistribuição (RDL).  A RDL 

pode ser formada em uma camada dielétrica, por exem plo, uma 

camada dielétrica produzida a partir de um material  PI, em 

um WLP de uma maneira conhecida por pessoas versada s na 

técnica. No exemplo mostrado na Figura 5A, uma plur alidade 

de vias condutoras 114a, 114b e 114c são fornecidas  na 

primeira camada de blocos condutores 112a, 112b e 1 12c, 

respectivamente. Além disso, outra pluralidade de b locos 

condutores 116a, 116b e 116c são fornecidos como ou tra 

camada de blocos condutores nas vias condutoras 114 a, 114b 

e 114c, respectivamente. 

[038]  Nesse exemplo, os blocos condutores 

112a-c e os blocos condutores 116a-c são fornecidos  como 
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duas RDLs separadas, e as vias condutoras 114a-c sã o 

fornecidas para conectar os blocos condutores 112a- c e 

116a-c, respectivamente. Em exemplos alternativos, os 

blocos condutores em cada uma das cavidades podem s er 

formados por uma única camada, duas camadas ou três  ou mais 

camadas de várias maneiras conhecidas por pessoas v ersadas 

na técnica. A camada mais externa dos blocos condut ores 

(por exemplo, 116a-c) pode ter uma superfície que é  exposta 

a fim de conectar eletricamente essa superfície a o utro 

condutor. No exemplo mostrado na Figura 5A, as duas  camadas 

de blocos condutores 112a-c, 116a-c, e as vias cond utoras 

114a-c que conectam as duas camadas de blocos condu tores 

têm paredes laterais em contato direto com a camada  

dielétrica 104. Em um exemplo, uma pluralidade de 

condutores 120a, 120b e 120c são fornecidos nos blo cos 

condutores 116a, 116b e 116c, respectivamente. 

[039]  No exemplo mostrado na Figura 5A, uma 

pluralidade de cavidades 110a, 110b e 110c são forn ecidas 

como cavidades em formato de rosca que circundam a camada 

dielétrica 104 em que as camadas de blocos condutor es 112a-

c e 116a-c e as vias condutoras 114a-c são posicion adas. As 

cavidades em formato de rosca 110a, 110b e 110c pod em ser 

fornecidas como cavidades em formato de rosca circu lar. 

Alternativamente, outros formatos de cavidades, por  

exemplo, retângulos, hexágonos, octógonos ou outros  

polígonos, podem ser fornecidos para circundar a ca mada 

dielétrica 104 na qual os blocos condutores 112a-c e 116a-c 

e as vias condutoras 114a-c são posicionadas. As ca vidades 

podem ser formadas através de padronização e gravaç ão da 

camada dielétrica 104, que pode compreender um ou m ais 
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materiais de passivação. Alternativamente, as cavid ades 

110a, 110b e 110c podem ser formadas com o uso de o utros 

processos, por exemplo, por ablação a laser. 

[040]  A Figura 5B é uma vista em corte que 

ilustra um exemplo de um segundo processo na fabric ação do 

exemplo do dispositivo de circuito integrado da Fig ura 5A. 

No exemplo ilustrado na Figura 5B, uma pluralidade de 

condutores 120a, 120b e 120c são fornecidos nas sup erfícies 

inferiores 118a, 118b e 118c da camada inferior dos  blocos 

condutores 116a, 116b e 116c, respectivamente. No e xemplo 

mostrado na Figura 5B, entretanto, as paredes later ais das 

camadas de blocos condutores 112a-c, 116a-c e as vi as 

condutoras 114a-c não são expostas às cavidades 110 a-c, e 

todas ou pelos menos a maior parte das superfícies 

inferiores 118a, 118b e 118c dos blocos condutores 116a, 

116b e 116c são cobertas pelos condutores 120a, 120 b e 

120c, respectivamente. Em um exemplo, os condutores  120a, 

120b e 120c são esferas de metal, tais como esferas  de 

matriz de grade de esferas (BGA) em um WLP, por exe mplo. 

[041]  A Figuras 5C é uma vista em corte que 

ilustra um exemplo de um terceiro processo na fabri cação do 

exemplo do dispositivo de circuito integrado das Fi guras 

5A-5B. No exemplo ilustrado na Figura 5C, um adesiv o 122 é 

fornecido dentro de cada uma das cavidades 110a, 11 0b e 

110c. Nesse exemplo, o adesivo 122 preenche complet amente 

cada uma das cavidades 110a, 110b e 110c dentro da camada 

dielétrica 104. Nesse exemplo, a camada dielétrica 104, não 

o adesivo 122, fica em contato direto com as parede s 

laterais das camadas de blocos condutores 112a-c, 1 16a-c e 

as vias condutoras 114a-c. O adesivo 122 pode compr eender 
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resina ou outro tipo de material adesivo, por exemp lo, 

silicones, epóxis, materiais RTV ou termoplásticos.  

Novamente, algum adesivo 122 pode cobrir porções do s 

condutores 120a, 120b e 120c próximas à camada infe rior dos 

blocos condutores 116a, 116b e 116c, respectivament e, para 

fornecer suporte mecânico para os condutores 120a, 120b e 

120c. 

[042]  A Figura 6 é um fluxograma que ilustra 

um exemplo de um método de fabricação de um disposi tivo de 

circuito integrado. Referindo-se à Figura 6, um pac ote é 

fornecido no bloco 605, e uma camada dielétrica que  tem uma 

primeira superfície disposta no pacote e uma segund a 

superfície oposta à primeira superfície é formada n o bloco 

610. No bloco 615, uma pluralidade de cavidades reb aixadas 

a partir da segunda superfície da camada dielétrica  são 

formadas, e no bloco 620, uma pluralidade de blocos  

condutores são formados dentro da camada dielétrica . No 

bloco 625, uma pluralidade de condutores é formada nos 

blocos condutores. No bloco 630, um adesivo é forne cido nas 

cavidades. 

[043]  Em um exemplo, os blocos condutores são 

formados dentro da camada dielétrica com o uso de u m 

processo de metalização de subcolisão (UBM), por ex emplo. O 

processo UBM é um processo do tipo flip-chip para d e blocos 

de ligação de circuito integrado (IC), que pode ser  

produzido a partir de um metal, tal como alumínio, que pode 

não ter uma superfície prontamente soldável, à medi da que 

não é facilmente soldável pela maioria das soldas. O 

processo UBM fornece blocos condutores através de b locos IC 

para fornecer conexões elétricas fortes, estáveis e  de 
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baixa resistência aos blocos de ligação IC e para p roteger 

o metal, tal como alumínio nos blocos de ligação IC  da 

exposição ao ambiente externo. Os blocos condutores  

formados pelo processo UBM, por exemplo, a camada m ais 

externa de blocos condutores 116a-c nos exemplos mo strados 

nas Figuras 1 e 2 descritas acima, podem ser facilm ente 

unidos para refluxo de solda. Em outras palavras, a  camada 

mais externa de blocos condutores 116a-c pode ter 

superfícies prontamente soldáveis pelos condutores 120a-c, 

que pode compreender esferas BGA, por exemplo. Os p rocessos 

de metal diferentes de UBM também podem ser usados para 

formar os blocos condutores de maneiras conhecidas para 

pessoas versadas na técnic 

[044]  Embora a revelação antecedente mostre 

aspectos ilustrativos, deve-se notar que várias mud anças e 

modificações podem ser realizadas no presente docum ento sem 

se afastar do escopo das reivindicações anexas. As funções, 

etapas ou ações das reivindicações de método em 

conformidade com aspectos descritos no presente doc umento 

não precisam ser realizadas em qualquer ordem parti cular a 

menos que estabelecido expressamente de outra manei ra. Além 

disso, embora os elementos possam ser descritos ou 

reivindicados no singular, o plural é previsto a me nos que 

a limitação ao singular seja explicitamente indicad a. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Dispositivo, caracterizado por compreender: 

um pacote (102); 

uma camada dielétrica (104) que tem uma primeira 

e uma segunda superfícies (106, 108), a primeira superfície 

(106) da camada dielétrica (104) disposta no pacote (102), 

a camada dielétrica (104) que compreende uma pluralidade de 

cavidades (110a, 110b, 110c) rebaixadas da segunda 

superfície (108) da camada dielétrica (104) e não se 

estendendo para a primeira superfície (106) da camada 

dielétrica (104), cada uma da pluralidade de cavidades 

(110a, 110b, 110c) tendo uma superfície inferior formada 

pela camada dielétrica (104); 

um adesivo (122) na pluralidade de cavidades 

(110a, 110b, 110c); 

uma pluralidade de blocos condutores (112a - 

112c, 114a - 114c, 116a - 116c) dentro da pluralidade de 

cavidades (110a, 110b, 110c), cada um da pluralidade de 

blocos condutores (112a - 112c, 114a - 114c, 116a - 116c) 

posicionado na superfície inferior de uma respectiva da 

pluralidade de cavidades (110a, 110b, 110c) e separado do 

pacote pela camada dielétrica (104); e 

uma pluralidade de condutores (120a – 120c) na 

pluralidade de blocos condutores (112a - 112c, 114a - 114c, 

116a - 116c), a pluralidade de condutores (112a - 112c, 

114a - 114c, 116a - 116c) separados da camada dielétrica, 

pelo menos parcialmente, pelo adesivo (122) na pluralidade 

de cavidades (110a, 110b, 110c), respectivamente. 

2. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado por cada um da pluralidade de blocos 
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condutores compreender paredes laterais em contato com o 

adesivo. 

3. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado por cada um da pluralidade de blocos 

condutores compreender paredes laterais em contato com a 

camada dielétrica. 

4. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 3, 

caracterizado pela pluralidade de cavidades compreender 

cavidades em formato de rosca. 

5. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 3, 

caracterizado pela cavidade compreender cavidades em um 

formato selecionado a partir do grupo que consiste de um 

círculo e um polígono que circunda os blocos condutores. 

6. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pela camada dielétrica compreender uma camada 

de passivação. 

7. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pela pluralidade de blocos condutores 

compreender camadas de redistribuição (RDLs). 

8. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado por a pluralidade de condutores compreender 

condutores selecionados a partir de um grupo que consiste 

em esferas ou pilares de matriz de grade de esferas (BGA). 

9. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo adesivo compreender um adesivo 

selecionado a partir de um grupo que consiste em resina, 

silicone, epóxi, material de vulcanização à temperatura 

ambiente (RTV), ou termoplástico. 

10. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pela pluralidade de condutores estar disposta 
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em uma pluralidade de colunas e uma pluralidade de fileiras 

no pacote. 

11. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado por um par de blocos condutores da 

pluralidade de blocos condutores ser disposto dentro de 

cada uma da pluralidade de cavidades, em que um primeiro 

bloco condutor de cada par de blocos condutores é disposto 

em uma superfície inferior de uma cavidade da pluralidade 

de cavidades, e em que um segundo bloco condutor de cada 

par de blocos condutores é acoplado a um condutor da 

pluralidade de condutores. 

12. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 

10, caracterizado pelo primeiro e o segundo blocos 

condutores de cada par de blocos condutores serem acoplados 

condutivamente em conjunto por uma via. 

13. Dispositivo, caracterizado por compreender: 

um pacote (102); 

uma camada dielétrica (104) tendo uma primeira e 

segunda superfícies (106, 108), a primeira superfície (106) 

da camada dielétrica (104) disposta no pacote (102), a 

camada dielétrica tendo(104)  uma pluralidade de cavidades 

(110a, 110b, 110c) rebaixadas da segunda superfície (108) 

da camada dielétrica (104) e não se estendendo para a 

primeira superfície (106) da camada dielétrica (104), cada 

uma da pluralidade de cavidades (110a, 110b, 110c) tendo 

uma superfície inferior formada pela camada dielétrica 

(104); 

um adesivo (122) disposto na pluralidade de 

cavidades (110a, 110b, 110c); 

uma pluralidade de blocos condutores (112a – 
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112c, 114a – 114c, 116a – 116c) dispostos dentro da camada 

dielétrica (104), a pluralidade de blocos condutores (112a 

– 112c, 114a – 114c, 116a – 116c) compreendendo uma 

pluralidade de camadas de redistribuição (RDLs) empilhadas, 

cada um da pluralidade de bloco condutores (112a – 112c, 

114a – 114c, 116a – 116c) posicionado na superfície 

inferior de uma respectiva da pluralidade de cavidades 

(110a, 110b, 110c) e separada do pacote (102) pela camada 

dielétrica (104); e  

uma pluralidade de condutores (120a, 120b, 120c) 

dispostos na pluralidade de blocos condutores (112a – 112c, 

114a – 114c, 116a – 116c), a pluralidade de condutores 

(120a, 120b, 120c) separados da camada dielétrica (104), 

pelo menos parcialmente, pelo adesivo (122) na pluralidade 

de cavidades (110a, 110b, 110c), respectivamente. 

14. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 

13, caracterizado por cada um da pluralidade de blocos 

condutores ter paredes laterais em contato direto com o 

adesivo. 

15. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 

13, caracterizado por cada uma da pluralidade de blocos 

condutores ter paredes laterais em contato direto com a 

camada dielétrica.  

16.  Dispositivo, de acordo com a reivindicação 

13, caracterizado pela pluralidade de cavidades compreender 

cavidades em formato de rosca. 

17. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 

13, caracterizado pela pluralidade de condutores 

compreender esferas de matriz de grade de esferas (BGA). 

18. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 
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13, caracterizado pela pluralidade de condutores estar 

disposta em uma pluralidade de colunas e uma pluralidade de 

fileiras no pacote. 
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FIG. 5A
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FIG. 6
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